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Cuワイヤ接合断面解析

【１ｓｔボンディング断面：CP法】

PKG外観

CP加工位置（ライン）

１ｓｔﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ状態観察 １ｓｔﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ接合部拡大

Cuワイヤ採用ＬＳＩの断面解析は、ワイヤ腐食等ダメージが加わら
ないようクロスセクションポリッシャ(CP)装置によりドライ（乾式）方式
にて断面加工を行います。またFE-SEMにて、１ｓｔ，２ndワイヤの接
合状態、合金層の形成状態等解析を行います。

トリミング

断面解析箇所拡大イメージ像

Aｌ/Cu合金層

クロスセクションポリッシャによる

断面加工では、スクラッチ傷、Al

材質の欠落、配線層破損等なく、

平坦な断面に仕上げる事ができ、

微細な合金層（Ａｌ/Ｃｕ）の観察が

可能となります。
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➢ ＪＥＯＬ社
クロスセクションポリッシャ SM-09020CP Ⅱ

➢ 日立ハイテクノロジーズ社
電界放出(放射）走査型電子顕微鏡(FE-SEM) SU8000

２ｎｄﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ状態観察

PKG外観

２ｎｄﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ接合断面は、機械式研
磨法で面出しを行った後、クロスセク
ションポリッシャのフラットミリング処理
により、Cuワイヤの接合状態の詳細観
察が可能となります。

トリミング

【２ｎｄボンディング断面：フラットミリング法】

断面解析箇所拡大イメージ像

接合状態

【解析設備】

(Cuﾜｲﾔ)

(2ndﾘｰﾄﾞ)


